Ultracompacte automotive-

gekwalificcerdke MOSFET's

uiterste betrouwbaarheid bij de assemblage

Jochen Hiiskens (Senior Product Marketing Manager ROHM Semiconductor Europe GmbH)

Met de RV4xxx-serie biedt ROHM ultracompacte MOSFET’s met afmetingen van 1,6 mm x 1,6 mm.

De componenten, die gekwalificeerd zijn conform AEC Q101, worden gekenmerkt door een hoge
betrouwbaarheid tijdens de assemblage en garanderen een hoge betrouwbaarheid en prestaties in
automotive toepassingen, zelfs onder extreme omstandigheden. Bovendien garandeert ROHM's Wettable-
Flank technologie de elektrodehoogte van 130 uym die nodig is voor automotive toepassingen.

Moderne voertuigen zijn uitgerust met
een veelheid aan functies. Het aantal toe-
passingen en dus het gebruik van ver-
schillende technologieén neemt voort-
durend toe.
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Voorbeelden hiervan zijn grote digitale
dashboards, adaptieve LED-koplampen/
achterlichten, high-end audiosystemen
en Advanced Driver Assistance Systems
(ADAS).

Markt voor

voertuigcamera’s groeit

Met name ADAS-toepassingen zijn ont-
wikkeld voor praktisch gebruik in veel
landen. De camera’s aan boord spelen



Obj%t‘ Detection

® Functions as a peripheral visual assist system

Side Impact

Blind-Spot Detectio

® Detects obstacles at the rear
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® Provides park assist via rear-view monitor

And more...

Figuur 1. Cameraposities rond een voertuig.
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Figuur 2. Productportfolio van de RV4xxx-serie.

een belangrijke rol bij de configuratie
van deze systemen. Deze camera’s wor-
den rond het voertuig geplaatst zodat de
bestuurder de omgeving van het voer-
tuig op het LCD-scherm van het dashbo-
ard kan bekijken. Dit betekent ook een
aanzienlijke verhoging van de veiligheid.
De markt voor voertuigcamera’s bedroeg
in 2018 ongeveer 100 miljoen exempla-
ren. Naar verwachting zal dit tegen 2025

verdrievoudigd zijn. De reden voor deze
snelle uitbreiding is niet alleen het gro-
eiende aantal voertuigen dat is uitgerust
met camera’s, maar ook het toenemende
aantal camera’s dat per voertuig wordt
gebruikt. Veel voertuigen hebben van-
daag de dag al vier camera’s. Hun aan-
deel zal zeker blijven toenemen naarmate
functies als ADAS standaard en steeds
geavanceerder worden (figuur 1).

Meer miniaturisatie gevraagd

In de afgelopen jaren is de vraag naar
compactcamera’s voor gebruik in voer-
tuigen toegenomen. Dit is vooral te wijten
aan de beperkte ruimte die beschikbaar
is, wat een gevolg is van de trend naar
elektrificatie. Kleinere camera’s bieden
meer flexibiliteit bij de installatie en heb-
ben nauwelijks invlioed op het ontwerp
van een voertuig.
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Figuur 3. Nieuwe ultracompacte MOSFET’s voor ompoolbeveiliging.
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De huidige camera’s zijn gemonteerd op
printjes van 20 x 20 mm. De komende
jaren zullen meer compacte modellen
Terminal ; ' worden ontwikkeld. Tegelijkertijd krim-
Surface I pen de afmetingen van de printplaten,
wat op zijn beurt weer kleinere compo-
nenten betekent.
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S : Sk stromen. Daarnaast zijn componenten

Section Mounting Board Mounting Board ter bescherming tegen ompoling geim-
plementeerd om schade aan het camera-
systeem te voorkomen als er een verkeerd
gepolariseerde spanning op de voedings-
lijn wordt gezet. In het verleden werden
hiervoor Schottky-barriéredioden (SBD’s)
Figuur 4. Wettable Flank-technologie. gebruikt. Bij SBD’s met hoge doorlaat-

spanning (VF) wordt de warmteontwik-

keling echter een probleem bij hoge stro-
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Gebruik van pakketten met

elektrode aan de onderzijde
'1“‘ a | Barrier Layers,  J o, ROHM heeft een groot marktaandeel in
pI g tHi Sean? i discrete halfgeleiders, waaronder transis-
x m O toren en diodes. Vooral kleinsignaal-tran-
sistoren en diodes worden wereldwijd in
verschillende toepassingen gebruikt. Het
bedrijf richt zich daarom op kleinssignaal-
MOSFET's in compacte behuizing met elek-
No inclination troden aan de onderzijde. Deze vergroten
het elektrodenoppervlak voor de soldeer-
verbinding, waardoor de warmteontwik-
keling zelfs bij een hoog vermogen wordt
geminimaliseerd. Het resultaat is een aan-
Figuur 5. Vergelijking van Wettable-Flank-technologieén. zienlijk hogere belastbaarheid dan bij con-
ventioneel bedrade behuizingen.
De nieuwe MOSFET’s van de RV4xxx-
serie (figuur 2) zijn geoptimaliseerd voor
Conventional Product New Product ompoolbeveiliging. Ze worden geleverd in
een DFN1616-behuizing van 1,6 x 1,6 mm
met elektrode aan de onderzijde, die vol-
doet aan de eisen van automotive came-
) , ra’s met betrekking tot een hoge stroom-
i g::rd - R i ‘ b ; - belastbaarheid in een compact formaat.
Het resultaat is een tot 78% kleiner mon-
tageoppervlak in vergelijking met conven-
tionele SBD’s en zelfs tot 68% kleiner
dan standaard-MOSFET's met dezelfde
specificaties.
Bij conventionele DFN1616-behuizingen is
het moeilijk om de toestand van de sol-
Figuur 6. Vergelijking van de visuele controlemogelijkheden. deerverbindingen na de montage visueel
te controleren. De ingenieurs van ROHM
hebben dit probleem opgelost door gebruik
te maken van de Wettable-Flank techno-
logie, een techniek om de zijkant van
het leadframe te coaten. Bij producten
die gebruik maken van deze technologie
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is na montage een duidelijke soldeerke-
gel te zien. Hoe hoger deze kegel, hoe
gemakkelijker het is om de soldeerver-
bindingen visueel te inspecteren en zo de
betrouwbaarheid van de assemblage te
verbeteren.

Met name de automotive sector vraagt
om een hoge mate van assemblagebe-
trouwbaarheid. Een minimale soldeerdikte
is hier bepalend. De ingenieurs stuitten
echter op een ander probleem bij het rea-
liseren hiervan.

Minimaliseer braamvorming

Met ROHM’s Wettable Flank-technologie
wordt aan de onderzijde van de behuizing
een inkeping gemaakt in het leadframe
voordat de coating wordt aangebracht.
De diepte van deze inkeping beinvlo-
edt de hoogte van de soldeerkegel na
plaatsing aanzienlijk. Om een constante
hoogte van deze kegel te bereiken, moet
de inkeping voldoende diep zijn. Er kun-
nen echter bramen ontstaan, die vaker
voorkomen bij toenemende snijdiepte.
Deze bramen worden tijdens het plaat-
sen onderdeel van het montagevlak.
Hierdoor kunnen behuizingen kantelen
of zelfs verbindingsfouten optreden.
Bramen zijn geen probleem bij gro-
tere behuizingen, maar hoe kleiner de
behuizing, hoe kwetsbaarder deze is
(figuur 5). Rekening houdend met de
braamvorming kon ROHM na montage
een gegarandeerde soldeerkegelhoogte
van 130 um bereiken.

Door dit positieve resultaat is de RV4xxx-
serie opnieuw ontworpen met behulp van

de Wettable-flank-technologie. Misschien
wel het grootste verschil met conventio-
nele producten is dat er een barrierelaag
wordt aangebracht op het gehele opperv-
lak van het leadframe. Deze bestaat uit
een materiaal met een andere hardheid
dan het leadframe. Dit proces vermindert
de braamvorming met ongeveer 50% ten
opzichte van conventionele processen.

ROHM'’s RV4xxx-serie

verbetert de visuele
inspectiemogelijkheden

De door ROHM ontwikkelde DFN1616-
behuizing wordt gekenmerkt door een
minimale braamvorming en een gega-
randeerde elektrodehoogte van 130 pm
aan de onderkant van het behuizing. De
RV4xxx-serie bereikt daarmee de voor de
automotive sector vereiste soldeerkegel-
hoogte, zodat een optimaal zicht op de
soldeerverbindingen van de gemonteerde
componenten gegarandeerd is (figuur 6).

Conclusie
ROHM was de marktontwikkeling vaak
een stap voor bij het ontwerpen en intro-
duceren van nieuwe producten. Dit is ook
het geval met de nieuwe ultracompacte
MOSFET’s. In de toekomst zal ROHM met
behulp van deze technologie compacte
producten zoals bipolaire transistors en
diodes blijven ontwikkelen, waardoor het
bedrijf zijn uitgebreide productportfolio
kan uitbreiden en een grotere miniatu-
risatie kan bereiken, terwijl de betrouw-
baarheid wordt verbeterd. |
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De auteur

Jochen Hiiskens is al meer dan 20 jaar
actief op de halfgeleidermarkt. Als Senior
Product Manager is hij verantwoorde-
lijk voor de productmarketing van ROHM
voor discrete componenten (diodes,
transistoren) en optische componenten
(LED's, sensoren, LD's), evenals voor de
distributie van vermogenscomponenten
(SiC-MOSFET'’s, SBD’s, IGBT's) in Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland. Daar-
naast heeft hij ook gewerkt als Business
Development Manager voor klanten in
de automobielindustrie.
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